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Ansicht auf Bauteilseite
viewed from component side

E12 (Seriennummernschild}
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-Gueteanforderung nach WN 03820061
PBA quality requirement fﬁit ~
@® -Bestueck- und Bohrnul Lpunkt -Produkt- u. Stromlaufplanausgabe nach 501 73404 AAAPC
assemble and drill origin PCS and edition of circuit diagram according to
-Leiterplattenmasse(Kennmasse)X=(118,11)mm;Y=( 21,59 )mm L FIN 026 61701 Y otk L &
printed board dimension ED [DATE 01 196 11 14 [ I
- CHANGE NOTE
-max. Aufbauhoehe/Ueberstand auf Bauteilseite: 3,1mm{ (3 ) 5 APPRA. AUTHO.  |OTL/JANDL a,,_ﬂ
max component height/solder joint height component side = ORIGINATOR QIL/Salzgeber
B ALCATEL
-max. Aufbauhoehe/Ueberstand auf Loetseife = O mm = AUSTRIA FLASH-SIMM SUBKARTE FLASH SIMM SUBCARD
max component height/solder joint height solder side 7 - 501 73404 HDAPE 1 38U 95949 AMA HDAPC
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